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Nationales Vorwort 

Die Englische Fassung des europäischen Dokuments FprEN 62680-3-1:2016 „Schnittstellen des Universellen 
Seriellen Busses für Daten und Energie – Teil 3-1: Festlegung Universeller Serieller Bus 3.1“ (Entwurf in der 
Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. 

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale 
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: 
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine 
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale 
Dokument IEC 100/2589/CDV:2016 „Universal Serial Bus interfaces for data and power – Part 3-1: Universal 
Serial Bus 3.1 Specification“ unverändert in den Entwurf FprEN 62680-3-1:2016 übernommen worden. 

Das internationale Dokument wurde vom TC 100 „Audio, video and multimedia systems and equipment“ der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. 

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur „JA/NEIN“-Entscheidungen 
möglich, wobei „NEIN“-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC 
als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu 
übernehmen. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 742 „Audio-, Video- und Multimediasysteme, -
geräte und -komponenten“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in 
DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich, 
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. 
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als 
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Das Präsidium des DIN hat mit Präsidialbeschluss 1/2004 festgelegt, dass DIN-Normen, deren Inhalt sich auf 
internationale Arbeitsergebnisse der Informationsverarbeitung gründet, unter bestimmten Bedingungen allein 
in englischer Sprache veröffentlicht werden dürfen. Diese Bedingungen sind für den vorliegenden Norment-
wurf erfüllt. 

Da sich die Benutzer der vorliegenden Norm der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird die 
Englische Fassung der FprEN 62680-3-1 veröffentlicht. Zu deren Abschnitt 1.3, der den Anwendungsbereich 
festlegt, und Abschnitt 3, der die Begriffe festlegt, wurde eine Übersetzung angefertigt und als Nationaler 
Anhang NA des vorliegenden Normentwurfs hinzugefügt. Für einige der verwendeten Begriffe existieren 
keine gebräuchlichen deutschen Benennungen, da sich die deutschen Anwender in der Regel ebenfalls der 
englischen Benennungen bedienen. Dieser Normentwurf steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Rechtsvorschriften und ist nicht als Sicherheitsnorm anzusehen. 

Es ist vorgesehen, auch bei der entsprechenden zukünftigen Deutschen Norm auf die deutsche Sprach-
fassung zu verzichten und diese in der englischsprachigen Fassung zu veröffentlichen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO [und/oder] IEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 
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Nationaler Anhang NAN1) 
(informativ) 

 
Auszugsweise Übersetzung 

1.3 Anwendungsbereich 

Die Spezifikation richtet sich in erster Linie an Entwickler von Peripheriegeräten sowie von 
Plattformen/Adaptern, enthält aber auch nützliche Informationen bezüglich Betriebssystemen/BIOS/ 
Gerätetreibern für Plattformen sowie Informationen für unabhängige Software-/Hardwareanbieter von 
Adaptern (en: Independent Software Vendors (ISV)/Independent Hardware Vendors (IHV)) und für System-
Originalgerätehersteller (en: Original Equipment Manufacturer (OEM)). Diese Spezifikation kann für die 
Entwicklung neuer Produkte und der zugehörigen Software verwendet werden. 

Es wird vorausgesetzt, dass Produktentwickler, die diese Spezifikation anwenden, die USB-2.0-Spezifikation 
kennen und verstehen. Insbesondere müssen bei USB-3.1-Geräten die in der USB-2.0-Spezifikation 
definierten Geräte-Framework-Befehle und -Deskriptoren implementiert werden. Bei Geräten, die mit der 
neuen Geschwindigkeit von 10 Gbit/s (Gen 2) betrieben werden, müssen die in dieser Version der 
Spezifikation definierten SuperSpeedPlus-Erweiterungen implementiert werden. 

3 Begriffe und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die angegebenen Begriffe und Abkürzungen. 

ANMERKUNG Für Begriffe und Abkürzungen, die hier nicht definiert werden, gilt die allgemein akzeptierte oder in 
Wörterbüchern festgelegte Bedeutung. 

Begriff/Abkürzung Definition 

ACK (en: Acknowledgment) Handshake-Paket, das eine positive Bestätigung gibt 

ACK-Tx-Kopf-
Sequenznummer  
(en: ACK Tx Header 
Sequence Number) 

die erwartete Kopf-Sequenznummer im zu bestätigenden Verbindungssteuerungswort 

aktives Gerät (en: Active 
Device) 

mit Strom versorgtes Gerät, das nicht im Status „Suspend“ ist 

asynchrone Daten (en: 
Asynchronous Data) 

Daten, die in unregelmäßigen Zeitabständen mit vereinfachten Anforderungen an 
Wartezeiten gesendet werden 

angeschlossen (en: 
attached) 

ein Abwärts-Gerät ist an ein Aufwärts-Gerät angeschlossen, wenn eine physikalische 
Verbindung zwischen den Geräten besteht 

AWG# Maßeinheit für den Drahtdurchmesser, festgelegt im „American Wire Gauge“-Standard 

Bandbreite (en: Bandwidth) Anzahl der je Zeiteinheit übertragenen Daten, normalerweise Bit je Sekunde (Bit/s) oder 
Byte je Sekunde (Byte/s) 

Big-Endian Verfahren zum Speichern von Daten, bei dem das höchstwertigste Byte (en: Most 
Significant Byte (MSB)) von Mehrfach-Byte-Werten an eine untere Speicheradresse 
gestellt wird. Zum Beispiel speichert ein 16-Bit-Integer (ganze Zahl) im „Big-Endian“-
Format das niedrigwertigste Byte (en: Least Significant Byte (LSB)) in die höhere Adresse 
und das höchstwertigste Byte in die untere Adresse. Siehe auch „Little-Endian“. 

                                                      
N1) Nationale Fußnote: Die Nummerierung aus IEC 100/2589/CDV:2016-01 wurde beibehalten. 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Bit Von digitalen Computern verwendete Informationseinheit. Sie stellt das kleinste Stück 
adressierbarer Information in einem Computer dar. Ein Bit drückt die Auswahl zwischen 
zwei Möglichkeiten aus und wird normalerweise durch eine logische Eins (1) oder Null (0) 
dargestellt. 

Bit/s (en: Bits per Second 
(bps)) 

Übertragungsrate in Bit je Sekunde 

Byte/s  Übertragungsrate in Byte je Sekunde 

Puffer (en: Buffer) Speicher, der unterschiedliche Datenraten oder zeitversetzte Ereignisse bei der 
Übertragung von einem Gerät zu einem anderen ausgleicht 

Mengenübertragung (en: 
Bulk Transfer) 

Eines der vier USB-Übertragungsverfahren. Mengenübertragungen bestehen aus einer 
nicht-periodischen, großen, pulsähnlichen Kommunikation, die üblicherweise zur 
Übertragung die gesamte verfügbare Bandbreite nutzt und die auch verzögert werden 
kann, bis eine entsprechende Übertragungsbandbreite zur Verfügung steht. Siehe auch 
„Übertragungsart“. 

Bus-Aufzählung (en: Bus 
Enumeration) 

Erkennung, Identifizierung und Konfiguration von USB-Geräten 

Bus-Intervall Periode, die als integrale Begrenzung für Dienst-Intervalle dient. Entspricht dem 
Microframe-Intervall (THSFRAM), das in der USB-2.0-Spezifikation in Tabelle 7-8 definiert 
wird 

Bus-Instanz Verbindung einschließlich der untergeordneten Elemente, die mit derselben Gen-X-
Geschwindigkeit arbeiten 

Byte Datenelement mit der Größe 8 Bit 

Kabel reines Kabel ohne angeschlossene Stecker 

konfektioniertes Kabel Kabel mit angeschlossenen Steckern 

unverlierbares Kabel (en: 
Captive Cable) 

konfektioniertes Kabel mit einem Typ-A-Stecker an einem Ende und entweder einem 
Festanschluss oder einem herstellerspezifischen Stecker am anderen Ende 

Fähigkeiten (en: Capabilities) Eigenschaften eines USB-Gerätes, die von einem Host verwaltet werden 

CDR (en: Clock and Data 
Recovery) 

Schaltkreis, der die Takt- und Datenrückgewinnung ausführt 

Charakteristika (en: 
Characteristics) 

Qualitäten eines USB-Gerätes, die unveränderbar sind; z. B. ist die Geräteklasse ein 
Geräte-Charakteristikum 

Client Software auf dem Host, die mit der USB-Systemsoftware zusammenarbeitet, um die 
Datenübertragung zwischen dem Host und einer Funktion zu ermöglichen. Der Client ist 
oft der Anbieter von Daten und Nutzer von übertragenen Daten. 

Komponente physikalisch vorhandener Chip oder Schaltkreis, der einen Anschluss umfasst 

Konfigurations-Software Software auf dem Host, die für die Konfiguration eines USB-Gerätes zuständig ist 

Steuerungs-Endpunkt (en: 
Control Endpoint) 

Paar von Geräteendpunkten mit derselben Endpunktnummer, die von einer Steuerleitung 
verwendet werden. Steuerungs-Endpunkte übertragen Daten in beide Richtungen und 
nutzen daher sowohl die Endpunktrichtungen einer Geräteadresse als auch die 
Kombination von deren Endpunktnummern. Daher benötigt jeder Steuerungs-Endpunkt 
zwei Endpunktadressen.  

Steuerleitung (en: Control 
Pipe) 

synonym zu Mitteilungsleitung (en: Message Pipe) 

verbunden (en: connected) ein Abwärts-Gerät ist mit einem Aufwärts-Gerät verbunden, wenn es an das Aufwärts-
Gerät angeschlossen ist und das Abwärtsgerät Rx-Abschlüsse für Superspeed-Signale 
oder die Datenleitung D+ oder D- für eingehende Low-, Full- und Hi-Speed-Signale 
aktiviert hat 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Steuerungsübertragung (en: 
Control Transfer) 

Eines der vier USB-Übertragungsverfahren. Steuerungsübertragung unterstützt 
Kommunikationen wie Konfiguration/Befehl/Status zwischen Client und Funktion. Siehe 
auch „Übertragungsart“. 

Steuerungs-Hub (en: 
Controlling Hub) 

jeder Hub, dessen Aufwärts-Verbindung nicht in U3 ist 

CRC CRC-5, CRC-16, CRC-32. Siehe „zyklische Redundanzprüfung“. 

zyklische Redundanzprüfung 
(en: Cyclic Redundancy 
Check) (CRC)) 

Datenprüfung zur Feststellung, ob ein Fehler beim Übertragen, Lesen oder Schreiben von 
Daten aufgetreten ist. Das Ergebnis einer CRC wird normalerweise gespeichert oder mit 
den geprüften Daten übertragen. Das gespeicherte oder übertragene Ergebnis wird mit 
einer für die Daten berechneten CRC verglichen, um festzustellen, ob ein Fehler 
aufgetreten ist. 

Datenwörter für die 8b/10b-Codierung 

D+ und D- Differenzialpaar, das in der USB-2.0-Spezifikation definiert wird 

Standardadresse (en: 
Default Address) 

Eine in der USB-Spezifikation bestimmte und vom USB-Gerät beim Einschalten oder beim 
Reset verwendete Adresse. Die Standardadresse ist 00H. 

Standardleitung (en: Default 
Pipe) 

von der USB-Systemsoftware erzeugte Mitteilungsleitung zur Übergabe von Steuerungs- 
und Statusinformationen zwischen dem Host und dem Endpunkt Null eines USB-Gerätes 

Entschlüsselung (en: 
Descrambling) 

Zurücksetzen der 8-Bit-Pseudozufallszahlenfolge. Siehe „Verschlüsselung“ 

Abgekoppelt (en: Detached) ein Abwärts-Gerät ist von einem Aufwärts-Gerät abgekoppelt, wenn die physikalische 
Verbindung zwischen den Geräten entfernt wird 

Gerät (en: Device) Logische oder physikalische Einheit, die eine oder mehrere Funktionen ausführt. Die 
tatsächlich beschriebene Einheit hängt vom Kontext der Referenz ab. Auf der untersten 
Ebene kann ein Gerät eine einzelne Hardware-Komponente sein, wie z. B. ein Speicher. 
Auf einer höheren Ebene kann es eine Sammlung von Hardware-Komponenten sein, die 
eine bestimmte Funktion erfüllen, wie z. B. ein USB-Schnittstellengerät. Noch eine Ebene 
höher kann ein Gerät eine Funktion sein, die von einer mit dem USB verbundenen Einheit 
ausgeführt wird. Geräte können physikalisch, elektrisch, adressierbar und logisch sein. 

Wenn ein USB-Gerät als nicht-spezifische Referenz verwendet wird, handelt es sich dabei 
um einen Hub oder ein Peripheriegerät. 

Geräteadresse (en: Device 
Address) 

7-Bit-Wert, der die Adresse eines USB-Gerätes darstellt. Die Geräteadresse ist die 
Standardadresse (00H), wenn das USB-Gerät zum ersten Mal eingeschaltet oder 
zurückgesetzt wird. Die USB-Systemsoftware ordnet den Geräten dann eindeutige 
Adressen zu. 

Geräteendpunkt (en: Device 
Endpoint) 

Eindeutig adressierbarer Teil eines USB-Gerätes, der die Quelle oder der Empfänger von 
Informationen bei einer Kommunikation zwischen dem Host und dem Gerät ist. Siehe 
auch „Endpunktadresse“. 

Gerätesoftware (en: Device 
Software) 

Software, die für die Verwendung eines USB-Gerätes zuständig ist. Diese Software kann, 
muss aber nicht, zuständig sein für die Konfiguration zum Gebrauch des Gerätes. 

DFP (en: Downstream 
Facing Port) 

Abwärts-Anschluss (abwärtsgerichteter Anschluss/nachgeschalteter Anschluss (en: 
Downstream Port)) Siehe Bild 2-1. 

getrennt (en: 
Disconnected/Unconnected) 

ein Abwärts-Gerät ist von einem Aufwärts-Gerät getrennt, wenn es an das Aufwärts-Gerät 
angeschlossen ist und das Abwärts-Gerät keine Rx-Abschlüsse für Superspeed-Signale 
oder entweder die Datenleitung D+ oder D- nicht für eingehende Low-, Full- und Hi-
Speed-Signale aktiviert hat 

abwärts (en: Downstream) Richtung des Datenstroms vom Host oder weg vom Host. Ein Abwärts-Anschluss ist der 
Anschluss an einem Hub, der elektrisch am weitesten von dem Host entfernt ist, der 
Datenverkehr vom Hub erzeugt. Abwärts-Anschlüsse empfangen Aufwärts-Datenverkehr. 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Abwärts-Anschluss Anschluss an einem Host oder einem Hub, an dem das Gerät angeschlossen ist. Die 
Root-Anschlüsse eines Systems sind z. B. Abwärts-Anschlüsse. 

Abwärts-Sublink Menge an Bahnen zwischen DFP Tx und UFP Rx Siehe Bild 2-1. 

DP Datenpaket, das aus dem Datenpaketkopf gefolgt von den Datenpaketnutzdaten besteht  

DPH (en: Data Packet 
Header) 

Datenpaketkopf. Enthält die Adresse, den Route-String, die Länge sowie weitere 
Informationen zum Paket. 

DPP (en: Data Packet 
Payload) 

Datenpaketnutzdaten. Enthält die Nutzdaten des Datenpakets sowie eine 32-Bit-CRC. 

DPPABORT geordnete Menge (en: ordered set) zum Abbrechen der Datenpaketnutzdaten 

DPPEND geordnete Menge zum Kennzeichnen des Endes der Datenpaketnutzdaten 

DPPSTART geordnete Menge zum Kennzeichnen des Anfangs der Datenpaketnutzdaten 

Treiber (en: Driver) Auf Hardware bezogen ein I/O-Pfad, der eine externe Last ansteuert. Auf Software 
bezogen ein für die Schnittstelle zu einem Hardware-Gerät verantwortliches Programm, 
d. h. ein Gerätetreiber. 

DSPORT Angabe der Zustandsmaschine eines abwärtsgerichteten Anschlusses eines Hubs. Siehe 
Abschnitt 10.3. 

Doppelsimplex (en: Dual 
Simplex) 

zwei Datenpfade, über die der Datenverkehr unabhängig voneinander in beide 
Richtungen übertragen wird 

DWORD Doppelwort. Ein Datenelement mit der Größe von zwei Worten (d. h. vier Bytes oder 
32 Bit). 

dynamische Einfügung und 
Entfernung (en: Dynamic 
Insertion and Removal) 

Fähigkeit, während der Host arbeitet, Geräte hinzuzufügen und zu entfernen 

Endpunkt (en: Endpoint) Siehe „Geräteendpunkt“ 

Endpunktadresse (en: 
Endpoint Address) 

Kombination einer Endpunktnummer und einer Endpunktrichtung in einem USB-Gerät. 
Jede Endpunktadresse unterstützt die Datenübertragung in eine Richtung. 

Endpunktrichtung (en: 
Endpoint Direction) 

Richtung der Datenübertragung auf dem USB. Die Richtung kann entweder IN oder OUT 
sein. IN bezieht sich auf die Datenübertragung zum Host; OUT bezieht sich auf die 
Datenübertragung vom Host. 

Endpunktnummer (en: 
Endpoint Number) 

4-Bit-Wert zwischen 0H und einschließlich FH, der einem Endpunkt in einem USB-Gerät 
zugehörig ist 

Enhanced SuperSpeed Adjektiv zur Benennung jeglicher gültiger USB-Merkmale, die für den Bus definiert 
wurden, der in einem USB-3.0- oder USB-3.1-System über die Differenzialpaare SSRx 
und SSTx implementiert ist. Es wird anstelle von Formulierungen wie 
SuperSpeed/SuperSpeedPlus verwendet. 

Externer Anschluss (en: 
External Port) 

siehe „Anschluss“ 

Rahmennummer (en: Frame 
Number) 

Bus-Intervall-Zählerwert im ITP geteilt durch 8 (Ganzzahldivision) 

Voll-duplex (en: Full-duplex) Computer-Datenübertragung, die gleichzeitig in beide Richtungen erfolgt 

volle Geschwindigkeit (en: 
Full-Speed) 

USB-Betrieb bei 12 MBit/s. Siehe auch „niedrige Geschwindigkeit“ und „hohe 
Geschwindigkeit“. 

Funktion Menge aus einer oder mehreren Schnittstellen auf einem USB-Gerät, mit der ein 
Software-Client mit einer Fähigkeit versorgt wird 

Gbit/s Übertragungsrate in Gigabit je Sekunde (1.000.000.000 Bit je Sekunde) 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Gen 1 Adjektiv zur Benennung der Bitübertragungsschicht mit einer Signalübertragungsrate von 
5,0 Gbit/s. Die ursprüngliche Superspeed-Bitübertragungsschicht und die Gen-1-
Bitübertragungsschicht bezeichnen dieselbe Bitübertragungsschicht.  

Gen 2 Adjektiv zur Benennung der Bitübertragungsschicht mit einer Signalübertragungsrate von 
10 Gbit/s.  

Gen X Allgemeiner Begriff zur Benennung von Kombinationen aus Gen 1, Gen 2 oder 
Gen 1/Gen 2, wenn speziell die Bitübertragungsschicht thematisch behandelt wird, aber 
keine Konkretisierung auf Gen 1 oder Gen 2 erforderlich ist. Beispiel: Gen-X-
Bitübertragungsschicht/-Verbindung. 

Handshake-Paket Paket, das bestimmte Bedingungen akzeptiert oder zurückweist. Siehe z. B. „ACK“, 
„NRDY“ (Nicht bereit) (en: Not Ready)) oder „ERDY“ (Endpunkt bereit (en: Endpoint 
Ready)). 

Kopf (en: Header) Paketkopf. DPH, LMP und TP sind Beispiele für Köpfe. 

Kopf-Sequenznummer-
Ankündigung (en: Header 
Sequence Number 
Advertisement) 

Austausch der ACK-Tx-Kopf-Sequenznummern zwischen den Verbindungspartnern beim 
Übergang zu U0 

hohe Geschwindigkeit (en: 
Hi-Speed) 

USB-Betrieb bei 480 MBit/s. Siehe auch „niedrige Geschwindigkeit“ und „volle 
Geschwindigkeit“. 

Host Host-Computer-System, auf dem der USB-Host-Controller installiert ist. Dies schließt die 
Host-Hardware-Plattform (CPU, Bus usw.) und das verwendete Betriebssystem ein. 

Host-Controller dem System bereitgestellte Schnittstelle zur Unterstützung von Geräten auf dem USB 

Hot-Reset Rücksetzmechanismus anhand der geordneten Mengen (en: ordered sets) TS1/TS2 

HPSTART geordnete Menge zum Kennzeichnen des Anfangs des Kopfpakets 

Hub USB-Gerät, das zusätzliche Verbindungen zum USB bereitstellt 

Hub-Verzögerungsmessung 
(en: Hub Delay 
Measurement (HDM)) 

HDM-Mechanismus zur Hub-Verzögerungsmessung als Teil der Präzisionszeitmessung 
definiert eine Menge an Hub-Merkmalen, die die Genauigkeit der isochronen Zeitstempel 
in den ITPs erhöht, die in Abwärtsrichtung weitergeleitet werden 

Hub Tier eins plus die Anzahl der USB-Verbindungen in einem Kommunikationspfad zwischen dem 
Host und einem Peripheriegerät 

ID-Pin bezeichnet den Pin an der USB-3.1-Micro-Steckverbinder-Familie, der zur Unterscheidung 
eines USB 3.1-Micro-A-Steckers von einem USB-3.1-Micro-B-Stecker dient 

In-Band-Reset Mechanismus, bei dem der Reset anhand von SuperSpeed- und/oder LFPS-Signalen 
über die Verbindung übertragen wird 

informativ Informationen, die ausschließlich zu Veranschaulichungszwecken dienen und keine 
Anforderungen enthalten. Siehe „normativ“. 

Unterbrechungsübertragung 
(en: Interrupt Transfer) 

Eines der vier USB-Übertragungsverfahren. Unterbrechungsübertragungen weisen eine 
begrenzte Verzögerung auf und werden normalerweise zur Verarbeitung von Dienste-
Anforderungen verwendet. Siehe auch „Übertragungsart“. 

isochrone Daten (en: 
Isochronous Data) 

Datenstrom, dessen Zeitverhalten von der Übertragungsrate vorgegeben ist 

isochrones Gerät (en: 
Isochronous Device) 

Einheit mit isochronen Endpunkten, wie in der USB-Spezifikation definiert, die abgetastete 
analoge Datenströme oder synchrone Datenströme sendet oder empfängt 

isochroner Empfänger-
Endpunkt (en: Isochronous 
Sink Endpoint) 

Endpunkt, der einen vom Host gesendeten isochronen Datenstrom verarbeiten kann 
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Begriff/Abkürzung Definition 

isochroner Quellen-Endpunkt 
(en: Isochronous Source 
Endpoint) 

Endpunkt, der einen isochronen Datenstrom erzeugen und ihn zum Host senden kann 

isochrone Übertragung (en: 
Isochronous Transfer) 

Eines der vier USB-Übertragungsverfahren. Isochrone Übertragungen werden verwendet, 
wenn mit isochronen Daten gearbeitet wird. Isochrone Übertragungen ermöglichen eine 
periodische, durchgängige Kommunikation zwischen Host und Gerät. Siehe auch 
„Übertragungsart“. 

ITP (en: Isochronous 
Timestamp Packet) 

isochrones Zeitstempelpaket, das von einem Host periodisch gesendet wird, um die 
aktuelle Buszeit an die Geräte auf dem USB zu übermitteln 

Jitter Tendenz zum Verlust der Synchronisation, verursacht durch mechanische oder 
elektrische Wechsel. Genauer gesagt, die Phasenverschiebung digitaler Impulse über ein 
Übertragungsmedium. 

KB Kilobyte oder 1.024 Byte 

K-Wörter die K-Wörter für Steuerungsfunktionen für die 8b/10b-Codierung.  

SHP – (en: Start Header Packet); Anfang eines Kopfpakets 

SDP – (en: Start Data Packet); Anfang eines Datenpakets 

END – (en: End Header Packet oder End Data Packet); Ende eines Kopf- oder 
Datenpakets 

EDB – (en: End Bad); Ende eines annullierten (fehlerhaften) Pakets 

SLC – (en: Start Link Command); Anfang eines Verbindungsbefehls 

COM – (en: Comma); Komma 

SKP – (en: Skip); Überspringen 

EPF – (en: End Packet Framing); Ende eines Paketrahmens 

Bahn (en: Lane) die Verbindung zwischen einem Sender (Tx) eines Anschlusses und dem Empfänger (Rx) 
eines anderen Anschlusses. Siehe Bild 2-1.  

LBPM (en: LFPS Based 
PWM Messaging) 

LFPS-basierter PWM-Nachrichtenaustausch 

LCSTART geordnete Menge (en: ordered set) zum Kennzeichnen des Anfangs des 
Verbindungsbefehls 

LDM (en: Link Delay 
Measurement) 

siehe „Verbindungsverzögerungsmessung“ 

LDM-Kontext Zeitstempel, die von einem LDM-Anforderer oder -Beantworter aufgezeichnet werden 

LDM-
Verbindungsverzögerung 
(en: LDM Link Delay) 

Verzögerung in der Verbindung zwischen einem Beantworter und einem Anforderer 

LDM-Anforderer (en: LDM 
Requester) 

USB-Hub oder -Gerät, das über das LDM-Protokoll mit einem Aufwärts-Host-Controller 
oder -Hub kommuniziert und die Aufwärts-Verbindungsverzögerung misst 

LDM-Beantworter (en: LDM 
Responder) 

USB-Host-Controller oder -Hub, der über das LDM-Protokoll mit einem Abwärts-Hub oder 
-Gerät kommuniziert 

LFPS (en: Low-Frequency 
Periodic Signal) 

periodisches Niederfrequenz-Signal zum Übertragen von Informationen über eine 
Verbindung, ohne die Verwendung von Enhanced-SuperSpeed-Signalen 

LFSR (en: Linear Feedback Shift Register); linear rückgekoppeltes Schieberegister zur 
Erzeugung von Pseudozufallszahlenfolgen für die Verschlüsselung 

LI (en: Logical Idle) logischer Leerlauf 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Verbindung (en: Link) Verbindung zwischen zwei Anschlüssen. Umfasst sowohl den Aufwärts-Sublink als auch 
den Abwärts-Sublink. Siehe Bild 2-1. 

Verbindungsbefehl (en: Link 
Command) 

aus 8 Symbolen bestehende Sequenz für die Datenflusssteuerung auf 
Verbindungsebene, Wiederholversuche, das Energiemanagement und das Entfernen von 
Geräten 

Verbindungssteuerungswort 
(en: Link Control Word) 

zwei Bytes mit 11 Bits zum Definieren der Datenflusssteuerung auf Verbindungsebene 
und einer 5-Bit-CRC5 zur Sicherstellung der Datenintegrität 

Verbindungsverzögerungsm
essung (en: Link Delay 
Measurement (LDM)) 

Bei der Verbindungsverzögerungsmessung verwendet das Gerät das PTM-Link-Level-
Protokoll, um abzufragen und automatisch zu bestimmen, ob ein Aufwärts-Anschluss PTM 
unterstützt, und um die Verzögerung in der Aufwärts-Verbindung genau zu berechnen. 
PTM-LMPs müssen zum Messen der Verbindungsverzögerung in einer Aufwärts-
Verbindung eines Gerätes verwendet werden. 

Verbindungsfehleranzahl 
(en: Link Error Count) 

Anzahl an Ereignissen, die zu einer Wiederherstellung aufgrund von Bitfehlern geführt 
haben  

Little-Endian Verfahren zum Speichern von Daten, bei dem das niedrigwertigste Byte (en: Least 
Significant Byte (LSB)) von Mehrfach-Byte-Werten an die unteren Speicheradressen 
gestellt wird. Zum Beispiel speichert ein 16-Bit-Integer (ganze Zahl) im „Little-Endian“-
Format das niedrigwertigste Byte in die untere Adresse und das höchstwertigste Byte (en: 
Most Significant Byte (MSB)) in die nächste Adresse. Siehe auch „Big-Endian“. 

LMP (en: Link Management 
Packet) 

Verbindungsverwaltungspaket. Ein Kopfpakettyp zur Übermittlung von Informationen 
zwischen einem Paar von Verbindungspartnern. 

Lokaler Rx-Kopf-Puffer-
Credit (en: Local Rx Header 
Buffer Credit) 

Verfügbarkeit eines einzelnen freien Rx-Kopf-Puffers am Anschluss selbst 

logischer Leerlauf (en: 
Logical Idle) 

Periode von einer oder mehreren Symbolzeiten, in der keine Informationen (Pakete oder 
Verbindungsbefehle) übertragen werden, wenn der Link in U0 ist 

niedrige Geschwindigkeit 
(en: Low-Speed) 

USB-Betrieb bei 1,5 MBit/s. Siehe auch „volle Geschwindigkeit“ und „hohe 
Geschwindigkeit“. 

LSb (en: Least Significant 
Bit) 

Bit mit dem niedrigsten Stellenwert 

LSB (en: Least Significant 
Byte) 

Byte mit dem niedrigsten Stellenwert 

LTSSM (en: Link Training 
and Status State Machine) 

Zustandsmaschine für das Anlernen und den Status von Verbindungen 

Mitteilungsleitung (en: 
Message Pipe) 

Bidirektionale Leitung, die Daten mittels eines 
Anforderungsmodells/Datenmodells/Statusmodells überträgt. Die Daten haben eine 
eingeprägte Struktur, die es ermöglicht, Anfragen zuverlässig zu erkennen und zu 
kommunizieren. 

MOD  Modulo-Funktion MOD(Zahl, Divisor), gibt den Teilungsrest aus der Division der Zahl 
durch den Divisor zurück 

MSb (en: Most Significant 
Bit) 

Bit mit dem höchsten Stellenwert 

MSB (en: Most Significant 
Byte) 

Byte mit dem höchsten Stellenwert 

normativ Von der Spezifikation gefordert. Siehe auch „informativ“. 

NRDY (en: Not Ready, Nicht 
bereit) 

Handshake-Paket, das eine negative Bestätigung gibt 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Paket Datenbündel, das zur Übertragung in Gruppen organisiert wird. Pakete enthalten 
normalerweise drei Elemente: Steuerinformationen (z. B. Quelle, Ziel und Länge), die zu 
übertragenden Daten und Bits zur Fehlererkennung und -korrektur. 

Peripherie physikalische Einheit, die an ein USB-Kabel angeschlossen ist und gemäß dieser 
Spezifikation aktuell als „Gerät“ betrieben wird 

Peripheriegerät (en: 
Peripheral Device) 

USB-Gerät, das kein Hub ist und dem Host, z. B. einem Massenspeichergerät, eine oder 
mehrere Funktionen bereitstellt 

persistent Zustandsinformation (z. B. ein Deskriptorfeld), die beim Wechsel zu und dem Verlassen 
von D3 beibehalten wird 

Phasenregelschleife (en: 
Phase Locked Loop) 

Schaltkreis, der als Phasendetektor arbeitet, um einen Oszillator in Phase mit einer 
Eingangsfrequenz zu halten 

physikalisches Gerät (en: 
Physical Device) 

Gerät, das eine physikalische Ausführung hat, z. B. Lautsprecher, Mikrofone und CD-
Player 

Leitung (en: Pipe) Logische Abstraktion, die die Verbindung zwischen einem Endpunkt auf einem Gerät und 
der Software auf dem Host darstellt. Eine Leitung hat mehrere Attribute, z. B. kann eine 
Leitung Daten als Datenströme übertragen (Datenstromleitung; en: Stream Pipe) oder als 
Mitteilungen (Mitteilungsleitung; en: Message Pipe). Siehe auch „Datenstromleitung“ und 
„Mitteilungsleitung“. 

PLL (en: Phase Locked 
Loop) 

siehe „Phasenregelschleife“ 

Stecker (en: Plug) an das Kabel angeschlossener Steckverbinder, der in die Anschlussbuchse gesteckt wird 

Anschluss (en: Port) Zugangspunkt zu oder von einem System oder Schaltkreis. Besteht aus einem Tx-
Anschluss und einem Rx-Anschluss. Für den USB der Punkt, an dem ein USB-Gerät 
angeschlossen wird. Siehe Bild 2-1. 

PowerOn Reset (POR) Ereignis zum Zurücksetzen eines Gerätes auf den Anfangszustand 

PPM (en: Parts per Million) Millionstel (10-6) 

Präzisionszeitmessung (en: 
Precision Time 
Measurement) 

Protokoll zum Bestimmen der Laufzeitverzögerung durch die USB-Topologie mit einem 
hohen Maß an Genauigkeit 

PRBS (en: Pseudo-Random 
Bit Stream) 

Pseudozufallsbitstrom 

Protokoll bestimmter Satz von Regeln, Verfahren oder Übereinkünften bezogen auf Format und 
Zeitverhalten von Datenübertragungen zwischen zwei Geräten 

PTM (en: Precision Time 
Measurement) 

siehe „Präzisionszeitmessung“ 

PTM-Taktgeber (en: PTM 
Clock) 

Signalquelle mit einer Periode von tIsochTimestampGranularity-Einheiten zum Erhöhen 
diverser PTM-Takte und -Zeitquellen 

PTM-Domäne (en: PTM 
Domain) 

Menge der einem PTM-Root zugehörigen LDM-Beantwortern 

lokale PTM-Zeitquelle (en: 
PTM Local Time Source) 

einem LDM-Anforderer oder LDM-Beantworter zugehöriger Takt, der durch die PTM-
Taktübergänge erhöht wird 

PTM-Root LDM-Beantworter und die Quelle der Bus-Intervall-Grenzen für eine PTM-Domäne, d. h. 
den USB-Host-Controller 

Anschlussbuchse (en: 
Receptacle) 

im Host oder Gerät eingebauter Steckverbinder, in den der Stecker gesteckt wird 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Remote-Rx-Kopf-Puffer-
Credit (en: Remote Rx 
Header Buffer Credit) 

Verfügbarkeit eines einzelnen freien Rx-Kopf-Puffers beim Verbindungspartner 

Anforderung (en: Request) Anforderung, die im Datenteil eines SETUP-Pakets an ein USB-Gerät gesendet wird 

Root-Hub USB-Hub, der direkt an den Host-Controller angebunden oder in den Host-Controller 
integriert ist 

Root-Anschluss (en: Root 
Port) 

Abwärts-Anschluss an einem Root-Hub 

Reserviert (en: reserved) Kennzeichnet Felder und Werte, die nicht für die Verwendung gemäß dieser Spezifikation 
definiert sind. 
Ein Sender setzt alle reservierten Felder auf Null, und der Empfänger ignoriert reservierte 
Felder. 
Ein Sender setzt keinen reservierten Wert, und der Empfänger ignoriert alle reservierten 
Werte. 

Rx-Kopf-Puffer-Credit-
Ankündigung (en: Rx Header 
Buffer Credit Advertisement) 

Austausch der Remote-Rx-Kopf-Puffer-Credits zwischen den Verbindungspartnern beim 
Übergang zu U0 

Rx-Kopf-Sequenznummer 
(en: Rx Header Sequence 
Number) 

erwartete Kopf-Sequenznummer eines Kopfpakets, das von einem Verbindungspartner 
empfangen wird 

Rx-Anschluss (en: Rx Port) Menge der mit dem Empfänger verbundenen Bahnen in einem Anschluss Siehe Bild 2-1. 

Verschlüsselung (en: 
Scrambling) 

Ändern eines 8-Bit-Zeichens in eine Pseudozufallszahlenfolge. Siehe „Entschlüsselung“. 

SCD (en: SuperSpeedPlus 
Capability Declaration) 

Erklärung der SuperSpeedPlus-Unterstützung 

SDP (en: Shielded 
Differential Pair) 

geschirmtes Differenzialpaar 

Dienste-Intervall (en: Service 
Interval) 

integrales Vielfaches an Bus-Intervallen, innerhalb derer ein periodischer Endpunkt 
bedient werden muss 

Dienste-Jitter (en: Service 
Jitter) 

Abweichung der Bereitstellung eines Dienstes von der geplanten Bereitstellungszeit 

Soft-Error-Anzahl (en: Soft 
Error Count) 

Anzahl an Einzelbitfehlern, die ohne Wiederherstellung behoben wurden. Siehe auch 
„Verbindungsfehleranzahl“. 

SSC (en: Spread Spectrum 
Clock) 

Frequenzspreiz-Takt 

Abschnitt (en: Stage) Teil der Sequenz für eine Steuerungsübertragung; Abschnitte enthalten den Setup-
Abschnitt, den Daten-Abschnitt und den Status-Abschnitt 

Datenstromendpunkt (en: 
Stream Endpoint) 

SuperSpeed-Mengenendpunkt, dessen SuperSpeed-Endpunkt-Begleitdeskriptorfeld 
„bmAtttributes“ einen MaxStreams-Wert größer 0 festlegt 

Datenstromleitung (en: 
Stream Pipe) 

Leitung, die Daten als Strom von Abtastungen ohne festgelegte USB-Struktur überträgt 

Sublink Menge an Rx- oder Tx-Bahnen zwischen einem DFP und einem UFP. Siehe Bild 2-1. 

SuperSpeed Adjektiv, das sich auf die in dieser Spezifikation definierten architekturschichtbasierten 
Aspekte eines Gerätes bezieht, wenn dieses mit der Gen-1-Bitübertragungsschicht 
betrieben wird. 
ANMERKUNG Früher als „USB-Betrieb bei 5 MBit/s“ definiert. 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Superspeed-Bus-Instanz (en: 
SuperSpeed bus instance) 

Bus-Instanz, die mit Gen-1-Geschwindigkeit arbeitet 

SuperSpeedPlus Adjektiv, das sich auf die in dieser Spezifikation definierten architekturschichtbasierten 
Aspekte eines Gerätes bezieht, wenn dieses mit der Gen-2-Bitübertragungsschicht 
betrieben wird 

SuperspeedPlus-Bus-Instanz Bus-Instanz, die mit einer Gen-X-Geschwindigkeit größer der Gen-1-Geschwindigkeit 
arbeitet 

Synchronisierungsart (en: 
Synchronization Type) 

Klassifizierung, die die Fähigkeit eines isochronen Endpunktes charakterisiert, sich mit 
anderen isochronen Endpunkten zu verbinden 

Abschluss (en: Termination) passive Komponenten, die am Ende eines Kabels angebracht werden, um zu verhindern, 
dass Signale reflektiert oder wiederholt werden 

Timeout Zeitintervall, in dem ein erwartetes Ereignis eintreten soll 

TP Transaktionspaket. Ein Kopfpakettyp zur Übermittlung von Informationen zwischen einem 
Gerät und dem Host. 

Anlernsequenzen (en: 
Training Sequences) 

geordnete Mengen (en: ordered sets) für die Initialisierung der Bit- und Symbolanpassung 
und die Empfängerentzerrung. TS1, TS2, und TSEQ sind entsprechende Beispiele. 

Transaktion Bereitstellung eines Dienstes an einen Endpunkt: 
IN besteht aus einem ACK-TP mit einer Antwort per NRDY-TP, DP oder STALL-TP. 
OUT besteht aus einem DP mit einer Antwort per NRDY-TP, ACK TP oder STALL-TP. 

Übertragung (en: Transfer) eine oder mehrere Bus-Transaktionen, um Informationen zwischen einem Software-Client 
und seiner Funktion zu vermitteln 

Übertragungsart (en: 
Transfer Type) 

bestimmt die Charakteristika des Datenflusses zwischen dem Software-Client und seiner 
Funktion. Vier Standard-Übertragungsarten sind festgelegt: Steuerungsübertragung, 
Unterbrechungsübertragung, Mengenübertragung und isochrone Übertragung. 

Typ-A-Steckverbinder (en: 
Type-A Connector) 

in dieser Spezifikation definierter Standard-A-Steckverbinder 

Typ-A-Paket (en: Type A 
Packet) 

Siehe „Typ-A-Datenverkehrsklasse“ 

Typ-B-Paket (en: Type B 
Packet) 

Siehe „Typ-B-Datenverkehrsklasse“ 

Typ-A-Datenverkehrsklasse 
(en: Type A traffic Class) 

Kopfpaket oder periodisches Datenpaket 

Typ-B-Datenverkehrsklasse 
(en: Type B traffic Class) 

asynchrones Datenpaket (en: Asynchronous Data Packet) 

Typ-A-Rx-Puffer-Credit (en: 
Type A Rx Buffer Credit) 

Verfügbarkeit eines einzelnen freien Rx-Puffers beim Verbindungspartner zum Speichern 
eines periodischen Datenpakets mit den maximalen Datenpaketnutzdaten 

Typ-B-Rx-Puffer-Credit (en: 
Type B Rx Buffer Credit) 

Verfügbarkeit eines einzelnen freien Rx-Puffers beim Verbindungspartner zum Speichern 
eines asynchronen Datenpakets mit den maximalen Datenpaketnutzdaten 

Typ-A-Rx-Puffer-Credit-
Ankündigung (en: Type A Rx 
Buffer Credit Advertisement) 

Austausch der Typ-A-Remote-Rx-Puffer-Credits zwischen den Verbindungspartnern beim 
Übergang zu U0 

Typ-B-Rx-Puffer-Credit-
Ankündigung (en: Type B Rx 
Buffer Credit Advertisement)  

Austausch der Typ-B-Remote-Rx-Puffer-Credits zwischen den Verbindungspartnern beim 
Übergang zu U0 

Tx-Kopf-Sequenznummer 
(en: Tx Header Sequence 
Number) 

Kopf-Sequenznummer, die einem zu übertragenden Kopfpaket hinzugefügt werden soll 
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Begriff/Abkürzung Definition 

Tx-Anschluss (en: Tx Port) Menge der vom Sender angesteuerten Bahnen in einem Anschluss Siehe Bild 2-1. 

Aufwärts (en: Upstream) Richtung des Datenflusses zum Host. Ein Aufwärts-Anschluss ist der Anschluss des 
elektrisch am nächsten zum Host gelegenen Gerätes. Aufwärts-Anschlüsse empfangen 
Abwärts-Datenströme. 

Aufwärts-Anschluss (en: 
Upstream Port) 

Anschluss, den ein Gerät für die Verbindung zu einem Host oder einem Hub verwendet. 
Der Anschluss an allen Geräten ist ein Aufwärtsanschluss. 

Aufwärts-Sublink (en: 
Upstream Sublink) 

Menge an Bahnen zwischen DFP Rx und UFP Tx Siehe Bild 2-1. 

UFP (en: Upstream Facing 
Port/Upstream Port) 

ein aufwärtsgerichteter Anschluss Siehe Bild 2-1. 

USB-3.1-Standard-A-
Steckverbinder (en: USB 3.1 
Standard-A Connector) 

USB-3.1-Host-Steckverbinder, der sowohl den SuperSpeed- als auch den 
SuperSpeedPlus-Modus unterstützt  

USB-3.1-Standard-B-
Steckverbinder (en: USB 3.1 
Standard-B Connector) 

USB-3.1-Standard-Typ-B-Gerätestecker, der sowohl den SuperSpeed- als auch den 
SuperSpeedPlus-Modus unterstützt 

USB-3.1-Micro-A-Stecker 
(en: USB 3.1 Micro-A plug) 

Teil der USB-3.1-Micro-Steckverbinder-Familie für die On-the-Go-Verwendung. Er kann in 
eine USB-3.1-Micro-AB-Anschlussbuchse gesteckt werden. Er unterscheidet sich lediglich 
in der Kodierung und der ID-Pin-Verbindung vom USB-3.1-Micro-B-Stecker. 

USB-3.1-Micro-AB-
Anschlussbuchse (en: USB 
3.1 Micro-AB Receptacle) 

Teil der USB-3.1-Micro-Steckverbinder-Familie. Dient zum Anschluss eines USB 3.1-
Micro-A-Steckers oder eines USB-3.1-Micro-B-Steckers. 

USB-3.1-Micro-B-
Steckverbinder (en: USB 3.1 
Micro-B Connector) 

USB-3.1-Gerätesteckverbinder, der sowohl den SuperSpeed- als auch den 
SuperSpeedPlus-Modus unterstützt 

USB-3.1-Micro-
Steckverbinder-Familie (en: 
USB 3.1 Micro Connector 
Family) 

alle Anschlussbuchsen und Stecker, die sowohl den SuperSpeed- als auch den 
SuperSpeedPlus-Modus von Geräten unterstützen, einschließlich des USB 3.1-Micro-B-, 
USB-3.1-Micro-AB- und des USB-3.1-Micro-A-Steckverbinders 

USB-2.0-Standard-A-
Steckverbinder (en: USB 2.0 
Standard-A Connector) 

in der USB-2.0-Spezifikation definierter Typ-A-Steckverbinder 

USB-2.0-Standard-B-
Steckverbinder (en: USB 2.0 
Standard-B Connector) 

in der USB-2.0-Spezifikation definierter Typ-B-Steckverbinder 

USB-IF USB Implementers Forum, Inc. Non-Profit-Unternehmen, das gegründet wurde, um die 
Entwicklung von USB-konformen Produkten voranzutreiben und die Technologie zu 
unterstützen 

USDPORT Angabe der Zustandsmaschine eines aufwärtsgerichteten Anschlusses eines 
Peripheriegerätes. Siehe Abschnitt 10.16. 

USPORT Angabe der Zustandsmaschine eines aufwärtsgerichteten Anschlusses eines Hubs. Siehe 
Abschnitt 10.5. 

UTP (en: Unshielded Twisted 
Pair) 

ungeschirmtes verdrilltes Paar 

Warm-Reset Rücksetzmechanismus anhand eines LFPS 

Wort Datenelement in der Größe von zwei Bytes (16 Bit) 

13 
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Bild 2.1 – Darstellung der Anschlüsse und Verbindungen 

In Bild 2.1 sind die Anschlussbestandteile und die Verbindungen zwischen den Anschlüssen dargestellt. Die 
USB-3.1-Spezifikation definiert einen Anschluss mit nur einem Tx und Rx. Die Berücksichtigung von mehr als 
einem Tx-/Rx-Paar in einem Anschluss dient zur Harmonisierung mit der SSIC-Spezifikation, in der mehrere 
Tx-/Rx-Paare definiert sind. 

ANMERKUNG Die Bedeutung der in diesem Bild verwendeten Begriffe weicht von der für PCIe verwendeten 
Bedeutung ab. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

____________ 

 
UNIVERSAL SERIAL BUS INTERFACES FOR DATA AND POWER 

 
Part 3-1: Universal Serial Bus 3.1 Specification 

 
 

FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all 
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-
operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in 
addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, 
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation 
is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may 
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with 
the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for 
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested 
IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between 
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses 
arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent 
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 62680-3-1 has been prepared by technical area 14: Interfaces and 
methods of measurement for personal computing equipment, of IEC technical committee 100: 
Audio, video and multimedia systems and equipment. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

XX/XX/FDIS XX/XX/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the 
stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to 
the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

The National Committees are requested to note that for this publication the stability date is .... 

THIS TEXT IS INCLUDED FOR THE INFORMATION OF THE NATIONAL COMMITTEES AND WILL BE DELETED 
AT THE PUBLICATION STAGE. 
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INTRODUCTION 

 

The IEC 62680 series is based on a series of specifications that were originally developed by the 
USB Implementers Forum (USB-IF). These specifications were submitted to the IEC under the 
auspices of a special agreement between the IEC and the USB-IF. 

The USB Implementers Forum, Inc.(USB-IF) is a non-profit corporation founded by the group of 
companies that developed the Universal Serial Bus specification. The USB-IF was formed to 
provide a support organization and forum for the advancement and adoption of Universal Serial 
Bus technology. The Forum facilitates the development of high-quality compatible USB 
peripherals (devices), and promotes the benefits of USB and the quality of products that have 
passed compliance testing. 

ANY USB SPECIFICATIONS ARE PROVIDED TO YOU "AS IS, "WITH NO WARRANTIES 
WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, 
OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. THE USB IMPLEMENTERS FORUM AND 
THE AUTHORS OF ANY USB SPECIFICATIONS DISCLAIM ALL LIABILITY, INCLUDING 
LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF ANY PROPRIETARY RIGHTS, RELATING TO USE OR 
IMPLEMENTATION OR INFORMATION IN THIS SPECIFICAITON.  

 
THE PROVISION OF ANY USB SPECIFICATIONS TO YOU DOES NOT PROVIDE YOU WITH 
ANY LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.  

 
Entering into USB Adopters Agreements may, however, allow a signing company to participate in 
a reciprocal, RAND-Z licensing arrangement for compliant products. For more information, please 
see: 

http://www.usb.org/developers/docs/ 
http://www.usb.org/developers/devclass_docs#approved 

 
IEC DOES NOT TAKE ANY POSITION AS TO WHETHER IT IS ADVISABLE FOR YOU TO 
ENTER INTO ANY USB ADOPTERS AGREEMENTS OR TO PARTICIPATE IN THE USB 
IMPLEMENTERS FORUM.” 
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Revision History 

Revision Comments Issue Date 
1.0  Initial release. USB 3.0 November 12, 2008 

 Incorporated errata and ECNs June 6, 2011 

1.0 Initial release. USB 3.1 July 26, 2013 

   

 
 
 
 
INTELLECTUAL PROPERTY DISCLAIMER 
THIS SPECIFICATION IS PROVIDED TO YOU “AS IS” WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. THE 
AUTHORS OF THIS SPECIFICATION DISCLAIM ALL LIABILITY, INCLUDING LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF 
ANY PROPRIETARY RIGHTS, RELATING TO USE OR IMPLEMENTATION OF INFORMATION IN THIS 
SPECIFICATION. THE PROVISION OF THIS SPECIFICATION TO YOU DOES NOT PROVIDE YOU WITH ANY 
LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please send comments to techsup@usb.org 
For industry information, refer to the USB Implementers Forum web page at http://www.usb.org 
 
All product names are trademarks, registered trademarks, or servicemarks of their respective owners. 
Copyright © 2007-2013, Hewlett-Packard Company, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Renesas Corporation, ST-
Ericsson, and Texas Instruments. 
All rights reserved. 
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